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Fairphone bald fair?

Fairphone [1] ist ein kleines Unternehmen, das mit dem Ziel, ein méglichst faires Smartphone anzubieten, viel Beachtung bekommen
hat. Es konnte zwar nur enttduschend wenig Verbesserungen gegeniiber konventionellen Gerdten umsetzen [2], hat aber immerhin
die Startup-Phase (iberlebt und ist in der Entwicklungsphase des neuen Modells, das im Laufe des Jahres erscheinen soll. Im Vorfeld
hat sich das Unternehmen von seinem bisherigen Kontraktfertiger der Fairphones getrennt [3]. Warum dies nétig war, erkldren wir

im Vergleich mit der nachhaltigen Computermaus von Nager IT.
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Abbildung 1;,This Phone would be even fairer if ... ",
ein Vorschlag fiir ein Fairphone Case Design [30]

Der Grund, den Kontraktfertiger zu wechseln, ist der Wunsch,
mehr Einfluss auf das Geratedesign zu bekommen [4]. Fair-
phone wechselt nun von einem Lizenzmodell zu einem selbst-
bestimmten Entwurf. In der Fachsprache heift das: Sie wech-
seln von einem ODM (Original Design Manufacturer) zu einem
EMS (Electronics-Manufacturing-Services) Anbieter [5]. Damit
werden sie mehr Einfluss auf die Auswahl der Geréteteile und
auf das Geratedesign bekommen und damit sozialvertraglichere
Rohstoffquellen und Geréateproduktion ermoglichen. Mit einem
EMS-Partner kdnnte Fairphone besser bestimmen, woher z.B.
das vielleicht bald konfliktfreie Wolfram im Vibrationsalarm [6]
oder das Gold in der Leiterplatine [7] kommt.
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Das Fairphone war bisher ndmlich ein konventionelles Gerat mit
ein paar Interventions [8]. Es wurde im wesentlichen etwas ver-
kauft, was auf dhnliche Weise vom alten Kontraktfertiger auch
direkt angeboten wurde, allerdings nicht auf dem europdischen
Markt. Fairphone konnte beeinflussen, welche Lotpaste (mit
Rohstoff Zinn) und welcher Elektrolytkondensator (mit Rohstoff
Tantal) eingesetzt wurde, offensichtlich auch, wie das Gehduse
aussieht, aber das elektrische Design durfte wiederverwendet
worden sein.

Nun tritt Fairphone in die FuBstapfen der konventionellen Gro-
Ben. Apple, HP, Dell und wie sie alle heifen, folgen ebenfalls
dem EMS-Modell, nachdem sie vor vielen Jahren das andere Ex-
trem, das Modell OBM (Original Brand Manufacturer) aufga-
ben. Die zur Auswahl stehenden EMS-Anbieter haben so illustre
Namen wie Flextronics, Jabil Circuit und ... Foxconn, weltweit
bertichtigt nach der Haufung von Angestelltenselbstmorden in
2010 [9].

Die Teile- und Zuliefererliste

Fairphone berichtet &ffentlich lediglich tber Fairness in der End-
montage. Es gibt einen Fertigungs-Auditbericht dazu [10]. Es
fehlen aber Informationen zu den vorgelagerten Stufen, Aus-
nahme ist die teilweise geklarte Tantal- und Zinnherkunft. Uber
die vergangenen Monate hat Fairphone eine immer umfangrei-
chere Teile- und Zuliefererliste veroffentlicht [11]. Sie ist aller-
dings nicht vollstandig, so fehlt beispielsweise der schon oben
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erwdhnte Vibrationsalarm. Die aktuelle Version umfasst aber
immerhin 80 Positionen. Wie diese Informationen zustande ka-
men, ist leider nicht bekannt. Zum Vergleich:

e Hewlett-Packard verdffentlicht keine Teileliste ihrer
Produkte. Sie fassen aber Zulieferinformationen in Produkt-
kategorien wie Notebooks, Storage, Printer, etc. zusam-
men. Es gibt also a) diese Zuliefererliste [12], die die ein-
zelnen Endfertigungsfabriken und die Firmennamen einiger
Teilehersteller auflistet, b) eine jahrliche Zusammenfassung
von Audit-Ergebnissen bei meist direkten Zulieferern [13]
und c) die Liste einiger Metallhttten [14] — HP hatte als ers-
te Firma damit schon vor Jahren begonnen —, ergdnzend
dazu der pflichtgeméaBe Bericht gemdR US-amerikanischem
Dodd-Frank-1502 (DF-1502) [15], einer Regulierung zu so-
genannten Konfliktmineralien.

e Apple veroffentlicht ebenfalls keine Teileliste ihrer Produkte,
verrat aber a) ebenfalls anhand von Produktkategorien die
Endfertigungsfabriken und — auf einen Haufen geworfen —
sogar die meisten Komponentenlieferanten [16], womit sie
HP Ubertreffen. Jahrlich veroffentlicht Apple b) Erkenntnisse
aus ihren Audits in ihrem Supplier Report [19], zudem hat
Apple ausfuihrliche Berichte Uber einige Foxconn-Werke [18]
verdffentlichen lassen. Auch Apple hat inzwischen c) eine
Liste der Metallhtitten [19] und naturlich ebenfalls den ge-
setzlichen DF-1502-Bericht [20].

e Von Samsung ist weder eine Teile- noch eine Zuliefererliste
offentlich. Sie publizieren ein paar Ergebnisse ihrer Audits
bei den Betrieben [21] und vage Zahlen Gber Metallhitten
[22], Gber die sie allerdings als koreanische Firma auch nicht
DF-1502-berichtspflichtig sind, genauso wie die niederlandi-
schen Fairphone ubrigens.

Ich mdchte an dieser Stelle betonen, dass diese Analyse nur die
Transparenz in der Zulieferung betrifft, und dass die in diesem
Punkt herausragende Firma Apple mitnichten faire Geschéfts-
praktiken unterhalt [23].

N

Abbildung 2: Fairphone Zulieferer: Dunkelgrau sind die Ldnder
aus denen die Teile des Fairphone kommen, soweit tiberhaupt
bekannt. Leider werden nicht die Produktionsldnder angezeigt,
sondern in den meisten Félle die Ldnder der Firmenzentralen,
was eine ziemlich nutzlose Information ist. [11]

Fairphone geht also bei den Zuliefererinformationen Uber die
Arbeit von Samsung, nicht aber von HP und Apple, hinaus.
Teilelisten sind bei Apple, HP und Samsung nicht zu bekommen,
werden aber kostenpflichtig bei z.B. IHS oder Chipworks und
eher als Nebeneffekt bei z. B. iFixit angeboten [24].

Die Lieferkette fehlt

Die Zuliefererliste von Fairphone ist keine sogenannte Liefer-
kette, also keine Aufstellung, welche Gerdteteile von wem wo
hergestellt und zusammengebaut wurden. Es werden zwar ei-
nige Teile verdffentlicht, aber nicht die Fertigungsfabriken der
Hersteller — lediglich deren Firmensitz, der aber irrelevant ist —
und auch nicht, welche Teile aus welchen Teilen bestehen ... bis
runter zu den Quellen der Rohstoffe. Zugegebenermafen: So
etwas kennen wir nur aus der Lebensmittelbranche, und dort ist
es auch nicht 6ffentlich.

Es gibt mit der Computermaus von Nager IT [25] dennoch ein
Vorbildprojekt in Sachen Lieferkettendokumentation (siehe Ab-
bildung 3).

Deren offentliche Lieferkette [26] zeigt zum einen den Baum
der Zusammenstellung des Produkts von (oben) dem Vertrieb
bis (unten) den Rohstoffen, wobei noch nicht alle Beziehungen
bekannt sind. Zum anderen zeigt es per Farben an, ob der Her-
steller/Fertigungsbetrieb bekannt ist und wie die Arbeitsbedin-
gungen sind.

Wenn man etwas Ahnliches fiir Fairphone aufstellen wollte,
kdme man in etwa zu einem Bild wie in Abbildung 4 dargestellt.

Erstellt wurde das Bild mit dem Supply Chain Editor von Lebens-
land [271, einem vom FIfF unterstiitzen Softwareprojekt. Erldu-
terung der Grafik: Pro Kategorie werden jeweils nur zwei exem-
plarische Teile dargestellt; es gilt eh fur alle das Gleiche. Und mit
der Ausnahme von Tantal in Kondensatoren und Zinn in der L6t-
paste und den Leiterplatinen wurden die vielen Rohstoffe unten
und oben lediglich angedeutet und nicht mit Kanten verbun-
den. Die Farben entsprechen nicht ganz denen der Nager-IT-
Lieferkette und bedeuten: Griin = gute Arbeitsbedingungen,
Grau-Blau = verbesserungswiirdige Arbeitsbedingungen, aber
Teilerfolg erzielt, Orange = Hersteller bekannt, aber Arbeitsbe-
dingungen unbekannt, Rot = weder Hersteller/Hitten/Minen
noch Arbeitsbedingungen bekannt.

Das Bild musste ich leider selbst malen. Fairphone hat sich meines
Wissens nie die Miihe gemacht. Hat das Unternehmen mit Fair
im Namen dberhaupt je versucht, die Herkunft der Teile und Roh-
stoffe und die dort vorzufindenden Arbeitsbedingungen zu kldren?

Fair oder Fairer?

Der wesentliche Unterschied zwischen Nager IT und Fairphone
beziiglich der Lieferkettendokumentation ist die Menge der
«grinen” Zulieferungen. Der Grund ist einfach: Nager IT folgt
einem EDM-Modell, fast schon einem OBM und nicht einem
ODM, d.h. das Mausdesign ist in der Hand des Herstellers und
damit die Moglichkeit, faire Alternativen auszuwdahlen. Nur so
konnten die griinen Stellen in der Lieferkette entstehen. Die Fa-
cebook-Seite von Nager IT [28] und ihr Newsletter sind voller
Geschichten Uber die Recherche von Herkunft und Arbeitsbe-
dingungen und der Auswabhl fairerer Alternativen.

Ein weiterer wichtiger Unterschied zwischen den beiden Pro-
jekten ist zu bedenken: Wéhrend Nager IT die fairste mogliche
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Abbildung 3: Ausschnitt aus der Lieferkette von Nager IT [20]
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Abbildung 4: Versuch einer Nachbildung der Lieferkette des Fairphone
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Alternative auswdhlt, mochte Fairphone dort etwas verdndern
(und hoffentlich verbessern), wo die Bedingungen bekannter-
maBen schlecht sind.

Zwei Ansichten von Fairness

FARPHONE NAGE

Etwas verandern, wo die
Probleme sind

Etwas nutzen, wo die
Fairness ist

=> Fertigung in Gegenden
mit niedrigen Standards

=> Fertigung in Landern
mit hohen Standards

N - ~  Foum hformatikerinnen 5 ;
il ..-li--’lrF'rdcn und geselischaftiche (1 i
- Verantwortung a § S\.

Abbildung 5: Zwei unterschiedliche Ansétze von Fairness.
Folie aus dem FIfF-Vortrag “Wanted! Faire Computer”. Man
kann uns (brigens einladen zu solchen Vortrdgen, einfach eine
Mail an fairit@fiff.de schicken.

Mit diesem Ansatz wird bei Fairphone stets mehr im grau-
blauen Bereich bleiben als beim griinen Nager IT. Da missen
sich die Konsumenten also selbst tiberlegen, welche Form von
Fairness ihnen wichtiger ist: die absolute Fairness von Nager IT
oder die eher entwicklungs-orientierte Fairness von Fairphone.
Andererseits: wer muss sich schon entscheiden zwischen einer
Maus und einem Handy?

Es bleibt interessant zu beobachten, wie sich die Projekte Nager
IT und Fairphone entwickeln und wieweit sie es schaffen, trotz
geringem Budget und kleiner Auflage Dinge in Sachen Fairness
zu schaffen, die Konzerne wie Logitech oder Samsung aus der
Werbekasse bezahlen und aufgrund ihrer Marktmacht viel leich-
ter umsetzen kénnten. Aber die wollen nicht.

Dieser Text ist eine aktualisierte und redigierte Version von [29].
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Das FIfF verleiht 2015 wieder den

FIfF-Studienpreis

fiir herausragende Abschlussarbeiten aus dem Bereich
Informatik und Gesellschaft.

Wir wollen damit Studierende sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Qualifikations-
phase zur fundierten und differenzierten Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Auswirkun-
gen der Informatik ermutigen.

Das FIfF mochte mit der Einrichtung dieses Studienpreises herausragende Leistungen des wissen-
schaftlichen Nachwuchses in diesem Bereich wiirdigen und die Aufmerksamkeit der Offentlichkeit auf
das Thema der Arbeit sowie die besonderen Leistungen der Autorinnen und Autoren lenken.
Wir laden dazu ein, geeignete Arbeiten bis 31. Mai 2015 einzureichen.
Das Preisgeld betragt:
1. Preis: 333 €

2. Preis: 222 €
3. Preis: 111€

Es kénnen Qualifikationsarbeiten (Bachelor-, Master-, Diplomarbeiten oder Dissertationen) eingereicht
werden, die in den letzten zwei Jahren vor Nominierungsschluss abgeschlossen wurden. Die Ausschrei-
bung bezieht sich zwar schwerpunktartig auf Abschlussarbeiten in Informatik, jedoch wird auch zur
Einreichung thematisch einschldgiger Arbeiten anderer Fachgebiete ausdriicklich eingeladen.

FIfF-Geschaftsstelle

— Studienpreis 2015 -

Goetheplatz 4, 28203 Bremen

oder (vorzugsweise) per E-Mail an studienpreis@fiff.de.
Weitere Details unter http://www.fiff.de/studienpreis.

Der Preis wird in einer Feierstunde im Rahmen der 31. FIfF-Konferenz 2015 verliehen,
die vom 6. bis 8. November an der Friedrich-Alexander-Universitit in Erlangen stattfindet.
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